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摘要(译)

制造有机EL面板的方法包括将填料，干燥剂，密封剂和固定剂施加到与
元件位置相对的封装基板上的位置的施加步骤，定位元件基板的定位步
骤和封装基板，加热封装基板的加热步骤，除去填充在填料内的气体的
消泡步骤等，使用一对表面板粘贴元件基板和封装基板的粘贴基板步
骤，气体引入步骤使压力焊接元件基板和封装基板周围的周边返回到大
气压环境，将紫外线照射到固定剂上的临时固定步骤，以及将紫外线照
射到密封剂上的密封固化步骤，从而固化密封剂。
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